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Установка отмывки пластин CHEMIXX Mask30• Безопасная работа с реагентами• Держатель подложек с малой площадью контакта• Встроенная система подачи жидких материалов• Компактный дизайн• Удобный интерфейс на базе сенсорного экрана

http://www.eurointech.ru/tools/semi/liquid/CHEMIXX-Mask30.phtml


Установка Osiris CHEMIXX Mask30 предназначена для отмывки фотошаблонов размером до 9x9"и полупроводниковых пластин диаметром до 300 мм.Установка подходит для работы с едкими веществами, в том числе H SO , 2 4H O , NH OH. Очистка осуществляется за 2 2 4счет подачи растворителя под давлением с использованием мегазвука и щеток.Модель CHEMIXX Mask30 имеет встроенную промывку деионизованной водой, рабочую камеру и чашу из HDPE. Дозирование материала задается в технологической программе.
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Опции и сопутствующее оборудование Установка совмещения и экспонированияфоторезиста Установка проявленияфоторезиста

Размеры пластин/подложекСкорость вращенияКоличество емкостейс жидким материаломКоличество манипуляторовУправлениеТребуемые подключения
Габариты

Круглые диаметром до 300 мм; квадратные с размерами до 9x9" (230х230 мм)До 4000 оборотов в минутуДо 3х, во встроенном кабинетеДо 2хСенсорный экран 22"Электропитание: 400 В, 3 фазы, 50 Гц;Вакуум: -0,8 бар;Вытяжка: приблизит. 220 м³/ч;Азот: 4 бар;Сжатый воздух: 8 бар;Деионизованная вода: 8 бар;Дренаж1200 х 650 х 1740 мм

Держателидля подложек


